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JPT gewinkelt jetzt auch in Press-fit/Einpresstechnik

Für noch mehr Stabilität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit 
von Leiterplatten-Baugruppen für besonders anspruchs-
volle Anwendungen sorgt ab sofort die Weltneuheit MTCON 
JPT gewinkelt in Einpresstechnik. Gleichzeitig können Sie 
damit komplett auf den aufwendigen THT-Lötprozess und 
die bislang erforderlichen zwei Verschraubvorgänge pro 
Steckverbinder verzichten!

Die 3-reihige JPT gewinkelt Press-Fit-Serie von MTCON 
Steckverbindern ist erhältlich mit 6, 9, 12, 15, 18 und 21 
Polen in jeweils 7 Farben. 

Diese und weitere innovative Power 
Elemente und Steckverbinder von 
MTCON im Produktkatalog und auf 
der Webseite mtcon.eu. tel: +49 7940 
989998-0, e-mail: info@mtcon.eu


